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(54) Leiterplattenbaugruppe

(67) Die Erfindung betrifft eine Leiterplattenbaugruppe (10) mit
einer Leiterplatte (20); einem elektronischen Bauteil (30), das
auf der Leiterplatte (20) an einem Montageabschnitt derselben
montiert ist, wobei das elektronische Bauteil (30) mehrere elek-
trische Anschlusskontakte (32; 32') zum Léten an entsprechen-
de Anschlussstellen (22) der Leiterplatte (20) aufweist, und der
Montageabschnitt eine Offnung (24) aufweist, die dem auf der
Leiterplatte (20) montierten elektronischen Bauteil (30) gege-
nuberliegt; wobei mindestens einer der Anschlusskontakte (32’)
nicht angeschlossen ist und die Offnung (24) sich in einen Be-
reich der Leiterplatte (20) erstreckt, der dem mindestens einen
nicht angeschlossenen Anschlusskontakt (32') gegentberliegt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiterplattenbaugruppe mit einer Leiterplatte (PCB) und einem elektronischen
Bauteil, das auf der Leiterplatte an einem Montageabschnitt derselben montiert ist, wobei das elektronische Bauteil meh-
rere elektrische Anschlusskontakte zum Léten an entsprechende Anschlussstellen der Leiterplatte aufweist und der Mon-
tageabschnitt eine Offnung aufweist, die dem auf der Leiterplatte montierten elektronischen Bauteil gegeniberliegt.

Stand der Technik

[0002] Bei Leiterplattenbaugruppen der oben genannten Art neigt die Leiterplatte (PCB) dazu, sich durch die Aufnahme
von Feuchtigkeit, z. B. Umgebungsfeuchtigkeit und/oder Warme, z. B. Warme, die von dem elektronischen Bauteil ab-
gegeben wird, auszudehnen. Da sich dieses Ausdehnungsverhalten in der Regel von dem des elektronischen Bauteils
unterscheidet und dessen elektrische Anschlusskontakte fest mit den Anschlussstellen auf der Leiterplatte verlétet sind,
kébnnen mechanische Spannungen in den Anschlusskontakten der Bauteile auftreten und dadurch eine Instabilitat der
elektrischen Eigenschaften der Bauteile verursachen. Dies ist insbesondere bei Bauteilen, die als Spannungsreferenz flr
einen elektronischen Messsensor, insbesondere eine Lastzelle, dienen, unerwlinscht.

[0003] Um dieses Problem zu Iésen, ist die Offnung im Montageabschnitt im Stand der Technik dazu vorgesehen, die
Wérmeableitung in die Leiterplatte zu reduzieren. Es gibt jedoch Anwendungen, bei denen die Verbesserung, die durch
die Bereitstellung dieser Offnung erreicht wird, nicht ausreicht.

[0004] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Leiterplattenbaugruppe der oben genannten Art be-
reitzustellen, bei der die elekirische Stabilitat weiter verbessert wird.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0005] Erfindungsgeman wird diese Aufgabe mit einer Leiterplattenbaugruppe der vorstehend genannten Art gelost, bei
der mindestens einer der Anschlusskontakte nicht angeschlossen ist und sich die Offnung in einen Bereich der Leiterplatte
erstreckt, welcher dem mindestens einen nicht angeschlossenen Anschlusskontakt gegenuberliegt.

[0006] Bei elektronischen Bauteilen, die flur die Montage auf einer Leiterplatte (PCB) ausgelegt sind, sind die elektrischen
Anschlusskontakte in der Regel in linearen Reihen mit nur geringem Abstand zwischen benachbarten Kontakten der Reihe
angeordnet. Die Erfinder haben erkannt, dass die Belastung der Kontakte aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungen der
Leiterplatte und des Bauteils infolge einer Einwirkung von Hitze und/oder Feuchtigkeit theoretisch durch die Bereitstellung
von Trennschlitzen am Montageabschnitt der Leiterplatte verringert werden kdnnte, die sich zwischen den entsprechenden
Anschlussstellen der Leiterplatte erstrecken. Dies ist jedoch praktisch nicht machbar, da der Abstand zwischen benachbar-
ten Anschlussstellen der Leiterplatte so klein ist wie der Abstand zwischen den gegeniberliegenden Anschlusskontakten
des Bauteils, und dieser kleine Abstand es nicht erlauben wirde, die Trennschlitze mit verfigbaren Leiterplattenbearbei-
tungswerkzeugen zu schneiden. Gleichzeitig haben die Erfinder berlicksichtigt, dass in vielen Anwendungen einem oder
mehreren Anschlusskontakten des elektronischen Bauteils keine elektrische Funktion zugewiesen ist, so dass aus Sicht
der elektrischen Funktion keine Notwendigkeit besteht, diese Anschlusskontakte an die entsprechenden Anschlussstellen
der Leiterplatte zu I6ten. Erfindungsgeman ist mindestens einer der Anschlusskontakte ohne elektrische Funktion nicht an
die entsprechende Anschlussstelle der Leiterplatte geldtet und die Offnung der Leiterplatte ist so konfiguriert, dass sie sich
in einen Bereich der Leiterplatte erstreckt, welcher dem mindestens einen nicht angeschlossenen Anschlusskontakt ge-
geniberliegt. Auf diese Weise kann sich die Offnung Uber die gesamte Breite zwischen zweitnachsten Anschlussstellen auf
der Leiterplatte erstrecken und kann so mit verfugbaren Leiterplattenbearbeitungswerkzeugen leicht bearbeitet werden.

[0007] In einer vorteilhaften Ausfihrungsform der Leiterplattenbaugruppe sind die elektrischen Anschlusskontakte ent-
lang der vier Seiten eines Rechtecks angeordnet, wobei sich ein erster nicht angeschlossener Anschlusskontakt auf einer
Mittellinie zwischen zwei gegeniiberliegenden Seiten des Rechtecks befindet und ein zweiter und dritter nicht angeschlos-
sener Anschlusskontakt einander in einer Richtung gegeniberliegen, die orthogonal zur Mittellinie ist, und die Offnung
einen ersten, zweiten und dritten proximal zusammenh&ngenden Zweig umfasst, der distal dem ersten, beziehungsweise
zweiten beziehungsweise dritten nicht angeschlossenen Anschlusskontakt gegeniberliegt. Insbesondere kann sich jeder
der ersten, zweiten und dritten Zweige entlang einer ersten, beziehungsweise zweiten beziehungsweise dritten geradli-
nigen Mittellinie erstrecken und jeweils eine konstante Breite in orthogonaler Richtung dazu haben. Die distalen Endab-
schnitte des ersten, beziehungsweise zweiten beziehungsweise dritten Zweigs kénnen sich nach auB3en uber den Bereich
der Leiterplatte hinaus erstrecken, der dem Rechteck gegenuberliegt. Die erste Mittellinie des ersten Zweigs kann mit der
Mittellinie zwischen den gegeniberliegenden Seiten des Rechtecks lbereinstimmen, und die zweite und dritte Mittellinie
kénnen sich in einem einzigen Schnittpunkt schneiden. Weiterhin kénnen die Winkel zwischen der Mittellinie zwischen den
gegenulberliegenden Seiten des Rechtecks und der zweiten bzw. dritten geradlinigen Mittellinie gleich sein. Wenn diese
Winkel im Wesentlichen 90° betragen, haben die erste, zweite und dritte geradlinige Mittellinie die Form eines T. Wenn
diese Winkel weniger als 90° betragen, haben die erste, zweite und dritte geradlinige Mittellinie die Form eines Y.

[0008] In zweckmé&Bigen Ausfuhrungsformen kénnen der zweite und der dritte nicht angeschlossene Anschlusskontakt
jeweils einer Ecke des Rechtecks benachbart angeordnet sein. Ferner kann jede der beiden gegenlberliegenden Seiten
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drei Anschlusskontakte aufweisen, die in gleichem Abstand entlang dieser Seite angeordnet sind, und jede der brigen
Seiten, die sich in die Richtung orthogonal dazu erstrecken, einen Anschlusskontakt aufweisen, der sich in der Mitte ihrer
Lange befindet.

[0009] Gema&R einem weiteren Aspekt der Erfindung ist das elektronische Bauteil eine Spannungsquelle zur Lieferung
einer Referenzspannung fir einen elektronischen Messsensor. Insbesondere handelt es sich bei dem Messsensor um
einen Lastsensor. Spannungsquellen zur Lieferung einer Referenzspannung, kurz Spannungsreferenzen genannt, spielen
eine Schlusselrolle fliir das Betriebsverhalten des Messsensors, insbesondere des Lastsensors oder der Lastzelle. Diese
Spannungsreferenzen setzen den Genauigkeitsstandard. Die erfindungsgemaBe Konfiguration der Offnung erhéht die
Stabilitét der Spannungsreferenz erheblich und fuhrt dadurch zu einer héheren Genauigkeit.

[0010] In bevorzugten Ausfuhrungsformen ist das elektronische Bauteil ein SMT-Bauteil (Surface Mount Technology). In
diesem Fall liegen die Anschlussstellen der Leiterplatte und die Anschlusskontakte des elektronischen Bauteils vorzugs-
weise in Form von Létpads vor. Alternativ ist die Erfindung auch in der Durchgangslochtechnik (THT) anwendbar, bei der
starre Stifte des elektrischen Bauteils in leitende Lécher geldtet werden, die in der Leiterplatte ausgebildet sind.

[0011] Gemaf einem weiteren Aspekt der Erfindung ist die Offnung beschichtet. Die Beschichtung bedeckt mindestens
den Rand der Offnung in Dickenrichtung der Leiterplatte, um dadurch eine Abdichtung gegen das Eindringen von Feuch-
tigkeit zu bilden. Geeignete Beschichtungsmaterialien sind Kupfer und/oder Gold.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Im Folgenden wird eine beispielhafte Ausfihrungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
beschrieben. Diese Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf die Oberseite einer Leiterplatte, auf der ein elektronisches Bauteil montiert ist;
Fig. 2 eine Draufsicht auf die Unterseite der Leiterplatte, die der in Fig. 1 gegenuberliegt; und
Fig. 3 eine Querschnittsansicht geméas der Linie X-X in Fig. 1 und 2.

Beschreibung der Ausfiihrungsformen

[0013] Eine Leiterplattenbaugruppe 10 weist eine Leiterplatte (PCB) 20 und ein an einem Montageabschnitt derselben
montiertes elektronisches Bauteil 30 auf. Die Fig. 1 bis 3 zeigen einen entsprechenden Ausschnitt der Leiterplattenbau-
gruppe 10. Das elektronische Bauteil 30 ist in der die Oberseite der Leiterplatte 20 zeigenden Fig. 1 schematisch als
Rechteck gezeigt, das als dicke schwarze Linie dargestellt ist. In der die gegenlberliegende untere Seite zeigenden Fig.
2 sind die von der Unterseite aus nicht sichtbaren Bereiche des Rechtecks als gestrichelte Linien dargestellt.

[0014] In der dargestellten Ausfihrungsform umfasst das elektronische Bauteil 30 acht quadratische Anschlusskontakte
32, 32", 32" und 32", die sich an der Unterseite des elektronischen Bauteils 30 befinden, die der Oberseite der Leiterplatte
20 gegenuberliegt. Jede der beiden Seiten 34 des Rechtecks weist drei der Anschlusskontakte 32, 32" und 32" auf, die
jeweils im gleichen Abstand voneinander angeordnet sind. Jeder der ubrigen beiden Anschlusskontakte ist in der Mitte
der beiden anderen Seiten des Rechtecks angeordnet, die sich orthogonal zu den gegenuberliegenden Seiten 34, 34
erstrecken.

[0015] Die Leiterplatte 20 weist eine darin ausgebildete Y-fdrmige Offnung 24 auf, die in Fig. 2 als fette schwarze Linie
dargestellt ist. In Fig. 1 sind die von dem elektronischen Bauteil 30 abgedeckten Bereiche als gestrichelte Linien darge-
stellt. Wie aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, besteht die Offnung 24 aus einem ersten Zweig 24', der sich entlang einer
geradlinigen Mittellinie erstreckt, die mit einer Mittellinie des Rechtecks zusammenféllt, die sich parallel zu seinen gegen-
Uberliegenden Seiten 34 erstreckt, und aus einem zweiten und einem dritten Zweig 24", 24™, von denen jeder eine gerad-
linige Mittellinie aufweist, die sich unter den gleichen Winkeln in Bezug auf die geradlinige Mittellinie des ersten Zweigs
24' erstreckt. Jeder der ersten, zweiten und dritten Zweige 24', 24" und 24" hat eine konstante Breite in der Richtung, die
orthogonal zu seiner Mittellinie ist. Der erste, zweite und dritte Zweig 24', 24", 24" vereinigen sich an ihren proximalen
Enden. lhre distalen Enden ragen Ulber das Innere des Rechtecks nach auBen hinaus.

[0016] Die Figuren 1 und 2 zeigen weiterhin rechteckige Anschlussstellen 22 der Leiterplatte 20. Zwei von ihnen liegen
den Anschlusskontakten des elektronischen Bauteils 30, die sich auf der rechten Seite des ersten Zweigs 24' befinden,
gegenlber und sind mit diesen verlétet, whrend weitere zwei von ihnen den beiden Anschlusskontakten gegeniberliegen
und mit diesen verlétet sind, die sich auf der linken Seite des ersten Zweigs 24' befinden. Zuséatzlich liegt eine weitere
Anschlussstelle der Leiterplatte 20 einem Anschlusskontakt des elektronischen Bauteils 30 gegeniber und ist mit diesem
verlétet, der sich zwischen dem zweiten und dritten Zweig 24" und 24" befindet. Im Gegensatz dazu sind die Anschluss-
kontakte 32', 32" und 32", die dem ersten, zweiten und dritten Zweig 24', 24", 24" gegenlberliegen, nicht angeschlossen.

[0017] InFig. 3istdies flr den untersten Anschlusskontakt 32' und seine in Fig. 1 nachsten Nachbarn ndher dargestellt. Die
Querschnittsansicht von Fig. 3 zeigt die beiden auf der linken und rechten Seite 34; 34 angeordneten Anschlusskontakte
32 des elektronischen Bauteils 30, die durch Létungen 50 mit den gegenlberliegenden Anschlussstellen 22 der Leiterplatte
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20 verbunden sind. Im Gegensatz dazu weist der mittig dazwischen liegende Anschlusskontakt 32' frei zu dem ersten
Zweig 24' der Offnung 24 und ist nicht angeschlossen.

[0018] Der Rand der Offnung 24, der sich zwischen der Oberseite und der Unterseite der Leiterplatte 20 in Dickenrichtung
erstreckt, ist als fette Linie dargestellt. Dies soll schematisch eine Beschichtung mit einem geeigneten Material, z. B. Kupfer
und/oder Gold, anzeigen, um die Leiterplatte gegen eindringende Feuchtigkeit abzudichten. Diese Beschichtung kann sich
auch weiter Uber benachbarte Bereiche auf der Ober- und Unterseite der Leiterplatte 20 erstrecken.

Liste der Bezugszeichen

[0019]

10 Leiterplattenbaugruppe
20 Leiterplatte (PCB)

22 Anschlussstelle

24 Offnung

24'; 24", 24" Zweig

30 elektronisches Bauteil
32; 32'; 32"; 32" Anschlusskontakt

34 Seite des Rechtecks
50 Létung
Patentanspriiche

1. Leiterplattenbaugruppe (10), mit

einer Leiterplatte (PCB) (20); und

einem elektronischen Bauteil (30), das auf der Leiterplatte (20) an einem Montageabschnitt derselben montiert ist,
wobei

das elektronische Bauteil (30) mehrere elektrische Anschlusskontakte (32; 32') zum Léten an entsprechende An-
schlussstellen (22) der Leiterplatte (20) aufweist, und

der Montageabschnitt eine Offnung (24) aufweist, die dem auf der Leiterplatte (20) montierten elektronischen Bauteil
(30) gegentiberliegt;

wobei mindestens einer der Anschlusskontakte (32') nicht angeschlossen ist und die Offnung (24) sich in einen Be-
reich der Leiterplatte (20) erstreckt, welcher dem mindestens einen nicht angeschlossenen Anschlusskontakt (32")
gegenulberliegt.

Leiterplattenbaugruppe nach Anspruch 1, wobei die elektrischen Anschlusskontakte (32; 32'; 32"; 32'") entlang der
vier Seiten eines Rechtecks angeordnet sind, wobei sich ein erster nicht angeschlossener Anschlusskontakt (32') auf
einer Mittellinie zwischen zwei gegenlberliegenden Seiten (34) des Rechtecks befindet und ein zweiter und dritter
nicht angeschlossener Anschlusskontakt (32"; 32") einander in einer Richtung gegentberliegen, die orthogonal zur
Mittellinie ist, und die Offnung (24) einen ersten, zweiten und dritten proximal zusammenhéngenden Zweig (24'; 24";
24™M) umfasst, der distal dem ersten, beziehungsweise zweiten beziehungsweise dritten nicht angeschlossenen An-
schlusskontakt (32'; 32"; 32"") gegenlberliegt.

Leiterplattenbaugruppe nach Anspruch 2, wobei der zweite und dritte nicht angeschlossene Anschlusskontakt (32";
32") jeweils einer Ecke des Rechtecks benachbart angeordnet ist.

Leiterplattenbaugruppe nach einem der Anspriche 2 und 3, wobei jede der beiden gegeniiberliegenden Seiten drei
Anschlusskontakte (32; 32'; 32"; 32"") aufweist, die in gleichem Abstand entlang dieser Seite angeordnet sind, und
jede der Ubrigen Seiten, die sich in die Richtung orthogonal dazu erstreckt, einen Anschlusskontakt aufweist, der sich
in der Mitte ihrer Lange befindet.

Leiterplattenbaugruppe nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei das elektronische Bauteil (30) eine Span-
nungsquelle zur Lieferung einer Referenzspannung flr einen elektronischen Messsensor ist.

Leiterplattenbaugruppe nach Anspruch 5, wobei der Messsensor ein Lastsensor ist.

Leiterplattenbaugruppe nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das elektronische Bauteil (30) ein SMT-
Bauteil (Surface Mount Technology) ist.

Leiterplattenbaugruppe nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Offnung (24; 24'; 24", 24™) beschichtet
ist.
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